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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presen te invención  se r e f ie r e  a un procedim iento y 

d is p o s it iv o  para e l  moldeo de hojas de m a te r ia l p lá s t ic o .

Es cosa conocida e l  moldear hojas de m a ter ia l a r t i f i ­

c i a l  a base de c loru ro  de p o l i v in i lo ,  P o ly s ty r o l  y m ateria les  

s im ila re s , precalen tado dichas hojas en una cara, o en ambas 

caras, mediante calentam iento in fr a r r o jo ,  embutiéndolas segu i­

damente por p res ión  con a ir e  compremido en un molde n ega tivo , 

o b ien  produciendo e l  va c ío  en e l  espacio in term edio en tre  e l  

molde n ega tivo  y la  h o ja  por evacuación d e l a ir e ,  de manera 

que la  ho ja  calentada p la s t i f ic a d a  es asp irada a l  in t e r io r  de l10



molde n ega tivo . En una m od ificac ión  de e s te  proced im ien to, la  

hoja  es primero in f la d a  en forma sem ies fó r ica  mediante a ír e  

comprimido, siendo seguidamente in troducido  en molde p o s i t i ­

vo en la  ho ja  in fla d a  y , finalm ente producido e l  va c ío  en e l  

espacio  in term edio en tre molde p o s it iv o  y  h o ja , de manera que 

la  ho ja  es asp irada a l  molde p o s it iv o .

Lo común a todos lo s  procedim ientos es que la  hoja  sea 

calentada a la s  temperaturas necesarias para su moldeo en un 

horno de calentam iento p re v io , o b ien  en un ca len tador p rev io  

calentado por rad iador in fr a r r o jo  combinado con la  máquina de 

moldeo. En la  mayoría de la s  máquinas de moldeo conocidas, la  

ho ja  prim ero es firmemente su jetada en e l  molde y entonces ca­

len tada  en una cara mediante ca le fa cc ió n  in fr a r r o ja  dispuesta 

encima. Esta  modalidad de calentam iento presen ta  la  desventa ja  

de que e l  tiempo de calentam ie nto es más la rgo  que con un ca­

lentam iento por ambas caras, e l  cual no obstante requ iere  un 

horno de calentam iento separado y , además, que la  cara in fe ­

r i o r  de la  ho ja  a consecuencia de 1a. mala conductividad térm i­

ca d e l m a te r ia l de ho ja  no alcanza la  misma temperatura de ca­

ra  su p erio r. Estos repercu te desfavorablem ente en la  ap titu d  

para la  embutición profunda de la  h o ja , conduciendo a ten s io ­

nes in te rn as , a paredes de espesor d es igu a l, e t c .

Según la  in vención  se propone, ca len ta r  previamente 

l a  ho ja  de m ateria  a r t i f i c i a l  en la  forma ya conocida, en un 

campo e lé c t r ic o  de a lta  frecu en c ia . A l ,  e fe c to ,  la  ho ja  es in ­

troducida sobre r i e l e s  de gu ía  que consisten , preferentem ente 

en m a ter ia l no conductor, en e l  campo de a lta  frecu en c ia  e x is ­

ten te  en tre dos p lacas de condensador. La h o ja  de m a te r ia l a r t i ­

f i c i a l  se c a lie n ta  en v ir tu d  de la s  pérd idas d ie lé c t r ic a s  que 

se o r ig in an  en e l  campo de a lta  fre cu en c ia . Mediante la  co rres ­



pondiente d isp os ic ión  de lo s  e lec trod os  se puede lo g ra r  un ca­

lentam iento muy uniforme de la. ho ja , incluso en lo s  bordes.Pues­

to que solamente es calentada la  ho ja , basta con una fra c c ió n  

de la  energ ía  necesaria  con ca lcn facc ión  in fr a r r o ja  y o tros  

métodos de calentam iento.

E l previo calentamiento de la  hoja, además, puede ser 

llevado a cabo mucho más rápidamente, ya que con e l sistema del 

calentamiento en un campo de a lta  frecuencia, no existe e l 

riesgo del sobrecalentamiento de la  hoja en s itio s  individua­

les que se produce en todos los métodos de calentamiento. El 

generador de a lta  frecuencia puede ser colocado a l lado de la  

máquina de moldeo, pero también puede ser montado juntamente 

con ésta.

También existe la  posibilidad de calentar previamente 

la  ho ja  de m ater ia l a r t i f i c i a l  con a lta  frecuencia después de 

que la  misma haya quedado su jetada encima d e l moldeo. Ello r e ­

su lta  p o s ib le  principalm ente cuando se u t i l i c e  un moldeo de me­

t a l  u o tro  m a teria l con gran constante d ie lé c t r ic o ,  en cuyo 

caso, e l  d is p o s it iv o  de su jec ión  as í como e l  molde, con re la c ió n  

a la  a lta  frecu en c ia , están conectados a masa, conduciendo ten­

sión  e l  e le c tro d o , preferentem ente en forma de p laca , que se en- 

cuentraencima de la  hoja y cuyo e lec trod o  después del p re v io  

calentam iento, puede ser  desplazado hacia e l  costado o hacia  a- 

r r ib a .  También e x is te  la  p o s ib il id a d  de d isponer a ambos lados 

del d is p o s it iv o  de moldeo sendos condensadores, de manera que 

durante e l  moldeo de una h o ja , puede ser previam ente calentada 

la  hoja s igu ien tes .

La invención , dentro de su esen c ia lid ad , puede ser l l e ­

vada a la  p rá c t ic a  en otras formas de r e a liz a c ió n  que d if ie r a n  

en d e ta l le  de la  ind icada  a t í t u lo  de ejemplo en la  d escrip c ión ,



a la s  cuales a lcanzará igualmente la  p ro tecc ión  que se recaba. 

Podrá, pues, constru irse  en cualqu ier forma y tamaño con lo s  

m ateria les  más adecuados por quedar todo e l l o  comprendido en 

e l  e s p ír itu  de la s  re iv in d ic a c io n e s .

N O T A

5.

1 0.

15.

2 0.

D escrito  e l  ob je to  de la  invención , lo  que se declara  

como no divulgado n i p racticado  en España, comprende la s  s i ­

gu ien tes re iv in d ica c io n es :

1. Procedim iento y d is p o s it iv o  para e l  moldeo de 

hojas de m ateria l p lá s t ic o ,  en forma de r e c ip ie n te s  u o tro s , 

ca racter izado  porque e l  p re v io  calentam iento de la s  hojas t i e ­

ne lu ga r en e l  campo e lé c t r ic o  de a lta  frecu en c ia  situado inme­

diatamente encima de l d is p o s it iv o  de moldeo, o b ien  directam en­

te  a l lado de e s te .

2 . Procedim iento y d is p o s it iv o  según la  r e iv in d ic a ­

c ión  1, ca rac te r izad o  porque la  hoja de m a te r ia l p lá s t ic o  puede 

ser conducida sobre gu ías, preferentem ente de m a ter ia l no con­

ductor, en e l  condensador de p rev io  calentam iento situado a l 

lado del d is p o s it iv o  de l moldeo, o b ien  desde é s te  encima de l 

d is p o s it iv o  de moldeo.

3 . Procedim iento y d is p o s it iv o  según la s  r e iv in d ic a ­

ciones 1 y 2, ca racter izado  porque están p re v is to s  sendos con­

densadores de a lt a  frecu en c ia  en ambos costados d e l d is p o s i t i ­

vo de moldeo.

4 . Procedim iento y d is p o s it iv o  según la  r e iv in d ic a -

25 oión 1, ca racterizado  porque mediante correspondiente desarro-



5 .

10.

15.

20.

l i o  de lo s  e lec trod os  de condensador son previamente ca len ta ­

dos más in tensa o más débilm ente, determinados s i t io s  de la s  

hojas de m ateria l p lá s t ic o .

5. Procedim iento y d is p o s it iv o  según las  r e iv in d ic a ­

ciones 1 y 4, ca racter izado  porque la  conexión y desconexión 

d e l campo de a lta  frecu en c ia , a s í como e l  transporte  de la  

ho ja  a l campo de l condensador y fu era  d e l mismo, t ien e  lu gar 

automáticamente mediante un in te rru p to r  de tiempo-programa.

6 . Procedim iento y d is p o s it iv o  según la s  r e iv in d ic a ­

ciones 1 a 4, ca racter izado  porque e l  campo de a lta  frecu en c ia  

queda desconectado automáticamente y porque e l  transporte  y 

proceso de moldeo son in ic ia d o s  automáticamente, tan pronto 

que la  hoja  de m ateria l p lá s t ic o  haya alcanzado la  temperatura 

de moldeo.

7. Procedim iento y d is p o s it iv o  para e l  moldeo de 

ho jas de m a teria l p lá s t ic o .

Según se describe  y r e iv in d ic a  en la  p resen te memoria 

que consta de cinco h o ja s , fo lia d a s  y e s c r ita s  a máquina por 

una so la  de sus caras.

Madrid, a 25 de Junio de 1.960

ALASKA-EERK DIETER SCHILDBACH K.G.

p. a.

JG/.mp


	Bibliographic data
	Description
	Claims



